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(57)摘要

本发明公开了一种反贴式数码管及其贴装

方法，包括PCB板、塑壳、显示膜和客户控制端，

PCB板上设置有若干金手指用于连接客户控制

端，金手指引出塑壳分布在PCB板两侧，金手指包

括相互连接的上层金手指和下层金手指，所述客

户控制端上开设有与塑壳相匹配的塑壳孔，所述

塑壳通过塑壳孔从底部穿过客户控制端，所述客

户控制端的底部位于塑壳孔两侧处设置有与上

层金手指对应匹配的焊盘，所述焊盘上设置有用

于焊接上层金手指的锡膏层。本发明利用金手指

代替PIN针作为引出连接件，并且通过反贴的方

式，消除了原先的数码管结构限制，使得数码管

整体体积、厚度都有了明显降低，实现了数码管

的小型化和超薄化，迎合了市场需求，具备极好

的市场价值。
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1.一种反贴式数码管，包括PCB板、塑壳、显示膜和客户控制端，其特征在于：所述PCB板

上设置有若干金手指用于连接客户控制端，所述金手指引出塑壳分布在PCB板两侧，所述金

手指包括相互连接的上层金手指和下层金手指，所述客户控制端上开设有与塑壳相匹配的

塑壳孔，所述塑壳通过塑壳孔从底部穿过客户控制端，所述客户控制端的底部位于塑壳孔

两侧处设置有与上层金手指对应匹配的焊盘，所述焊盘上设置有用于焊接上层金手指的锡

膏层。

2.根据权利要求1所述的一种反贴式数码管，其特征在于：所述上层金手指和下层金手

指分别引出至PCB板正面和背面的侧边处，所述上层金手指和下层金手指通过焊接连接。

3.根据权利要求2所述的一种反贴式数码管，其特征在于：所述PCB板的侧部位于上层

金手指和下层金手指之间处设置有圆弧凹槽缺口用于辅助焊接。

4.根据权利要求1所述的一种反贴式数码管，其特征在于：所述上层金手指和下层金手

指分别嵌入在PCB板正面和背面。

5.根据权利要求4所述的一种反贴式数码管，其特征在于：所述上层金手指和下层金手

指分别与PCB板正面和背面水平。

6.根据权利要求1所述的一种反贴式数码管，其特征在于：所述塑壳孔的内壁和塑壳外

壁贴合。

7.根据权利要求1所述的一种反贴式数码管的贴装方法，其特征在于：包括如下步骤：

S1：将一个数码管的塑壳从客户控制端的背面穿过塑壳孔，使得显示膜露出客户控制

端正面；

S2：将客户控制端背面上的锡膏层分别压在对应的上层金手指上；

S3：重复步骤S2和S3，完成所有塑壳的安装和锡膏层与上层金手指的对接；

S4：将整个客户控制端过回流焊，使得焊盘通过锡膏层完成与金手指的焊接，最终完成

了数码管的整体贴装。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 110012602 A

2



一种反贴式数码管及其贴装方法

技术领域

[0001] 本发明涉及数码管技术领域，具体涉及一种反贴式数码管及其贴装方法。

背景技术

[0002] 现有的数码管，如图1所示，PCB板1是通过PIN针4引出并且通过手动插接在客户控

制端5上，这种结构连接方式，存在如下弊端：

[0003] 1、因为现有的市场对于数码管的薄度要求越来越高，但是由于现有的数码管结

构，PCB板1、塑壳2、显示膜3和客户控制端5都必须具备一定的厚度，而且为了便于PIN针4的

插接以及插接可实现性，数码管组装后，PCB板1和客户控制端5也存在一定的间距，这种结

构导致数码管的厚度较大，且受到结构局限性，数码管的超薄设计难以实现，难以满足市场

需求；

[0004] 2、每个PCB板1都需要通过人工将PIN针4一个个插接上客户控制端5，不但功效低，

而且在插接过程中，PIN针4也容易出现损坏，即影响效率，而且增加报废率。

发明内容

[0005] 发明目的：为了克服现有技术中存在的不足，提供一种能够实现超薄厚度的反贴

式数码管及其贴装方法。

[0006] 技术方案：为实现上述目的，本发明提供一种反贴式数码管，包括PCB板、塑壳、显

示膜和客户控制端，所述PCB板上设置有若干金手指用于连接客户控制端，所述金手指引出

塑壳分布在PCB板两侧，所述金手指包括相互连接的上层金手指和下层金手指，所述客户控

制端上开设有与塑壳相匹配的塑壳孔，所述塑壳通过塑壳孔从底部穿过客户控制端，所述

客户控制端的底部位于塑壳孔两侧处设置有与上层金手指对应匹配的焊盘，所述焊盘上设

置有用于焊接上层金手指的锡膏层。

[0007] 进一步的，所述上层金手指和下层金手指分别引出至PCB板正面和背面的侧边处，

所述上层金手指和下层金手指通过焊接连接，所述PCB板的侧部位于上层金手指和下层金

手指之间处设置有圆弧凹槽缺口用于辅助焊接，圆弧凹槽缺口的设置使得对于上层金手指

和下层金手指的焊接更加高效、稳定，因为焊接时焊锡膏会沿着圆弧凹槽缺口顺势延动，使

得焊锡膏更快、更好的连接上层金手指和下层金手指。

[0008] 进一步的，所述上层金手指和下层金手指分别嵌入在PCB板正面和背面，且分别与

PCB板正面和背面水平，这样一个是为了减少上层金手指和下层金手指的焊接距离，另外一

个是使得上层金手指和下层金手指不会增加数码管的厚度值。

[0009] 进一步的，所述塑壳孔的内壁和塑壳外壁贴合，这样一方面是提升塑壳的稳定性，

另外一方面是便于上层金手指和焊盘进行对接，因为当塑壳穿过塑壳孔后，上层金手指分

别在对应焊盘的正下方。

[0010] 一种反贴式数码管的贴装方法，包括如下步骤：

[0011] S1：将一个数码管的塑壳从客户控制端的背面穿过塑壳孔，使得显示膜露出客户
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控制端正面；

[0012] S2：将客户控制端背面上的锡膏层分别压在对应的上层金手指上；

[0013] S3：重复步骤S2和S3，完成所有塑壳的安装和锡膏层与上层金手指的对接；

[0014] S4：将整个客户控制端过回流焊，使得焊盘通过锡膏层完成与金手指的焊接，最终

完成了数码管的整体贴装。

[0015] 有益效果：本发明与现有技术相比，具备如下优点：

[0016] 1、利用金手指代替PIN针作为引出连接件，并且通过反贴的方式，巧妙的消除了原

先的数码管结构限制，使得数码管整体体积、厚度都有了明显降低，实现了数码管的小型化

和超薄化，迎合了市场需求，具备极好的市场价值；

[0017] 2、金手指和客户控制端能够通过回流焊的方式进行一次性焊接连接，不大大幅提

高了功效，而且连接稳定性非常高，效果好且报废率极低，减少了大量的人工成本和材料成

本。

附图说明

[0018] 图1现有技术的结构示意图；

[0019] 图2为本发明中数码管的结构连接示意图；

[0020] 图3为本发明中贴片式数码管的俯视图。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本发明。

[0022] 实施例1：

[0023] 如图2和图3所示，本发明提供一种反贴式数码管，包括PCB板1、塑壳2、显示膜3和

客户控制端5，PCB板1上设置有若干金手指用于连接客户控制端5，金手指引出塑壳2分布在

PCB板1两侧，金手指包括相互连接的上层金手指6和下层金手指7，上层金手指6和下层金手

指7分别引出至PCB板1正面和背面的侧边处，上层金手指6和下层金手指7分别嵌入在PCB板

1正面和背面，且分别与PCB板1正面和背面水平，PCB板1的侧部位于上层金手指6和下层金

手指7之间处设置有圆弧凹槽缺口61用于辅助焊接，客户控制端5上开设有与塑壳2相匹配

的塑壳孔51，塑壳2通过塑壳孔51从底部穿过客户控制端5，客户控制端5的底部位于塑壳孔

51两侧处设置有与上层金手指6对应匹配的焊盘8，焊盘8上设置有用于焊接上层金手指6的

锡膏层9。

[0024] 上述上层金手指6和下层金手指7在圆弧凹槽缺口61的辅助下焊接，使得上层金手

指6和下层金手指7相连形成一个回路，上层金手指6和下层金手指7组合形成金手指来代替

PIN针连接客户控制端5和PCB板1。

[0025] 上述反贴式数码管的贴装过程如下：

[0026] S1：将一个数码管的塑壳2从客户控制端5的背面穿过塑壳孔51，使得显示膜3露出

客户控制端5正面；

[0027] S2：由于塑壳2和塑壳孔51相贴合，此时，客户控制端5背面上的锡膏层9正好位于

对应上层金手指6正上方，将客户控制端5下压，使得锡膏层9正好分别压在对应的上层金手

指6上；
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[0028] S3：重复步骤S2和S3，完成所有塑壳2的安装和锡膏层9与上层金手指6的对接；

[0029] S4：将整个客户控制端5过回流焊，使得焊盘8通过锡膏层9完成与金手指的焊接，

最终完成了数码管的整体贴装。

[0030] 本实施例中PCB板1的厚度为1cm、塑壳2的厚度为3cm、显示膜3厚度为0.5cm、客户

控制端5厚度为2cm，如图1所示的现有数码管，因为PIN针4需要插接空间，所以客户控制端5

和PCB板1之间存在1cm的间距，所以现有数码管的整体厚度为2+1+1+3+0.5＝7.5cm，将同样

的PCB板1、塑壳2、显示膜3和客户控制端5应用在本实施例的数码管中，如图2所示，其整体

厚度为1+3+0.5＝4.5cm，这样本实施例的反贴式数码管的整体厚度要比现有数码管薄了

3cm，其厚度下降了40％，数码管的整体体积也有了大幅下降，真正的实现了数码管超薄化。

[0031] 实施例2：

[0032] 如图2和图3所示，本发明提供一种反贴式数码管，包括PCB板1、塑壳2、显示膜3和

客户控制端5，PCB板1上设置有若干金手指用于连接客户控制端5，金手指引出塑壳2分布在

PCB板1两侧，金手指包括相互连接的上层金手指6和下层金手指7，上层金手指6和下层金手

指7分别引出至PCB板1正面和背面的侧边处，上层金手指6和下层金手指7分别嵌入在PCB板

1正面和背面，且分别与PCB板1正面和背面水平，PCB板1的侧部位于上层金手指6和下层金

手指7之间处设置有圆弧凹槽缺口61用于辅助焊接，客户控制端5上开设有与塑壳2相匹配

的塑壳孔51，塑壳2通过塑壳孔51从底部穿过客户控制端5，客户控制端5的底部位于塑壳孔

51两侧处设置有与上层金手指6对应匹配的焊盘8，焊盘8上设置有用于焊接上层金手指6的

锡膏层9。

[0033] 上述上层金手指6和下层金手指7在圆弧凹槽缺口61的辅助下焊接，使得上层金手

指6和下层金手指7相连形成一个回路，上层金手指6和下层金手指7组合形成金手指来代替

PIN针连接客户控制端5和PCB板1。

[0034] 上述反贴式数码管的贴装过程如下：

[0035] S1：将一个数码管的塑壳2从客户控制端5的背面穿过塑壳孔51，使得显示膜3露出

客户控制端5正面；

[0036] S2：由于塑壳2和塑壳孔51相贴合，此时，客户控制端5背面上的锡膏层9正好位于

对应上层金手指6正上方，将客户控制端5下压，使得锡膏层9正好分别压在对应的上层金手

指6上；

[0037] S3：重复步骤S2和S3，完成所有塑壳2的安装和锡膏层9与上层金手指6的对接；

[0038] S4：将整个客户控制端5过回流焊，使得焊盘8通过锡膏层9完成与金手指的焊接，

最终完成了数码管的整体贴装。

[0039] 本实施例中PCB板1的厚度为0.5cm、塑壳2的厚度为3cm、显示膜3厚度为0.3cm、客

户控制端5厚度为2cm，如图1所示的现有数码管，因为PIN针4需要插接空间，所以客户控制

端5和PCB板1之间存在1cm的间距，所以现有数码管的整体厚度为2+1+0.5+3+0.3＝6.8cm，

将同样的PCB板1、塑壳2、显示膜3和客户控制端5应用在本实施例的数码管中，如图2所示，

其整体厚度为0.5+3+0.3＝3.8cm，这样本实施例的反贴式数码管的整体厚度要比现有数码

管薄了3cm，其厚度下降了44％，数码管的整体体积也有了大幅下降，真正的实现了数码管

超薄化。
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图1

图2
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图3
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